
P owód jest oczywisty,
tylko wàska grupa
u˝ytkowników docenia

znaczenie tego elementu. ¸atwiej
jest sprzedaç zestaw z procesorem
o wi´kszej liczbie megaherców ni˝
z markowà p∏ytà g∏ównà. Tymcza-

sem pecet wyposa˝ony w Êwietny
procesor i przestarza∏à, niedbale
zaprojektowanà p∏yt´ b´dzie dzia∏a∏
wolniej. 

Budowa
Najwa˝niejszym elementem

wp∏ywajàcym na dzia∏anie i wydaj-
noÊç p∏yty g∏ównej jest uk∏ad steru-
jàcy, tak zwany chipset. Do jego
zadaƒ nale˝y zapewnienie sprawnej
wymiany danych pomi´dzy po-
szczególnymi komponentami sys-
temu. Umo˝liwia on odpowiednià
szybkoÊç przesy∏u informacji za-
równo mi´dzy kartà grafiki, proce-
sorem a pami´cià RAM, jak rów-
nie˝ pomi´dzy ma∏o istotnymi
z punktu widzenia wydajnoÊci urzà-
dzeniami wejÊcia/wyjÊcia (I/O).
Chcàc umo˝liwiç wszystkim tym
uk∏adom sprawnà i niezak∏óconà
wymian´ danych, a jednoczeÊnie
nie skomplikowaç zbytnio samej
konstrukcji, podzielono uk∏ad ste-
rujàcy na dwa odr´bne chipy.
Pierwszy z nich to mostek pó∏noc-
ny, zajmujàcy si´ obs∏ugà z∏àcza
AGP, procesorem oraz pami´cià
RAM. Drugi to mostek po∏udniowy,
do którego zadaƒ nale˝y sprawna
komunikacja procesora i pami´ci
RAM z wieloma kontrolerami, kar-
tami PCI oraz uk∏adem dêwi´ko-
wym. 

Mostek północny
Najwa˝niejszym uk∏adem na p∏y-

cie jest mostek pó∏nocny. Stanowi
on najbardziej obcià˝onà cz´Êç
systemu zaraz po procesorze i kar-
cie graficznej. W tym miejscu ∏àczà
si´ drogi kilku szerokich strumieni
danych, w´drujàcych z pami´ci

RAM, procesora oraz AGP. Dodatko-
wo nie mniej szeroka jest magistra-
la od drugiej cz´Êci chipsetu –
mostka po∏udniowego. W starszych
p∏ytach do komunikacji mi´dzy
mostkami u˝ywano magistrali PCI,
pozwalajàcej na przesy∏anie danych
z pr´dkoÊcià 133 MB/s. Z czasem
jednak takie rozwiàzanie stawa∏o si´
wàskim gard∏em ca∏ego systemu
i ka˝dy z producentów zaczà∏ stoso-
waç w∏asne rozwiàzanie tego proble-
mu. W przypadku nVidii, w uk∏adzie
nForce oraz nForce 2 zastosowano
licencjonowanà magistral´ AMD,

zwanà HyperTransport. Jest to nie-
zwykle wyspecjalizowana szyna da-
nych. Jej szerokoÊç wynosi jedynie
8 bitów (osiem przewodów), co
znacznie u∏atwia monta˝ chipsetu

na p∏ycie (mniejsza liczba po∏à-
czeƒ), lecz zapewnia odpowiedni
transfer danych dzi´ki bardzo szyb-
kiemu taktowaniu. HyperTransport
sterowany jest bowiem zegarem a˝
400 MHz, dzia∏ajàcym w trybie po-
dobnym do DDR. Dzi´ki temu mo˝-
na w ciàgu sekundy przes∏aç a˝
800 MB danych. Mniej wyspecjali-
zowane magistrale zastosowano
w nowych p∏ytach Intela czy VIA.
W nich komunikacja odbywa si´
z pr´dkoÊcià 266 MB/s. 

Wa˝nà szynà danych ∏àczàcà si´
z chipsetem jest magistrala proce-
sor–pami´ç. Rodzaj taktowania oraz
tryb pracy zale˝y przede wszystkim
od rodzaju stosowanej pami´ci.
Przez wiele lat by∏y to uk∏ady
SDRAM, które pracowa∏y z cz´sto-
tliwoÊciami od 66 MHz do 133
MHz. DziÊ powszechnie u˝ywa si´
bardzo podobnych, lecz dzia∏ajà-
cych w trybie Double Data Rate pa-
mi´ci DDR SDRAM. Pozwalajà one
na prac´ w zakresie od 100 do 166
MHz, ale przesy∏ danych jest dwu-
krotnie szybszy ni˝ w zwyk∏ych pa-
mi´ciach SDRAM i si´ga nawet 3,2
GB/s. Najwydajniejszymi pami´cia-
mi stosowanymi obecnie jako uk∏a-
dy RAM sà banki RDRAM firmy
Rambus Inc. Pracujà one za po-
Êrednictwem magistrali AGTL+

MAGAZYN JAK TO DZIAŁA?

68 KWIECIEŃ - MAJ 2003

Płyta główna

K aŜdy, kto chociaŜ raz miał w ręku płytę główną, za-
pewne zastanawiał się, po co jest tam aŜ tak duŜa

liczba ścieŜek. To co widać na jednej i drugiej stronie la-
minatu, to tak naprawdę tylko niewielka część wszyst-
kich połączeń. Płyta główna złoŜona jest z kilku warstw,
które w procesie produkcji są nakładane na siebie, a na-
stępnie odpowiednio łączone. Warstwowa budowa jest
niezbędna ze względu na ogromną liczbę połączeń. Tylko

do jednego układu sterującego płytą główną dochodzi
ponad kilkaset połączeń. 
Najbardziej skomplikowany w montaŜu jest mostek pół-
nocny, do którego dochodzą ścieŜki od procesora, ban-
ków pamięci, AGP oraz mostka południowego. DuŜa 
liczba połączeń to początek zmartwień konstruktorów
płyt głównych. Niezwykle istotna jest takŜe długość
ścieŜek –  muszą one być przynajmniej z grubsza równe.
Chodzi tu o zrównowaŜenie pojemności połączeń tak, 
by przekazywały impulsy elektryczne równocześnie.
Produkcja płyt głównych nie róŜni się od produkcji in-
nych układów elektronicznych. Na płytę z laminatu na-
noszona jest warstwa miedzi lub aluminium. Następnie
laserem wypala się ścieŜki o zgodnym z projektem prze-
biegu i grubości. Kolejne laminaty łączy się ze sobą
i skleja, a następnie wlutowywuje się elementy analogo-
we i układy scalone. Projektowaniem samych laminatów
zajmuje się tylko kilka firm na świecie. Pozostali produ-
cenci oznaczają produkty innych firm własnym logo
i sprzedają pod własną marką.

Technologia produkcji 

Płyta główna kom-
putera to najwaŜniej-
szy element peceta.
Determinuje zarówno wy-
dajność, jak i stabilność pra-
cy. Niestety, to właśnie na pły-
cie głównej sprzedawcy kompute-
rów oszczędzają najczęściej

Hardware Sensors
Monitor shareware

Mostek północny – model zintegrowany
z układem graficznym GeForce 4 MX

układ

płytki

połączenie
ze ścieŜkami

W dajność chipsetu i innych
komponentów to nie wszystko.

Dobrze zaprojektowane urządzenie
elektroniczne musi być stabilne, a jego
podstawą jest poprawnie działający
układ zasilania. Zasilacz musi dostar-
czać do płyty głównej napięcia o wy-
maganych wartościach i stabilizacji.

Płyta winna dystrybuować moc tak,
aby nie zabrakło jej karcie graficznej
czy procesorowi. WiąŜe się to z zasto-
sowaniem lepszej jakości elementów
analogowych (kondensatorów, tranzy-
storów mocy), niewraŜliwych na zmia-
nę parametrów pod wpływem na-
grzewania oraz starzenia się.

Moc dla płyty



100 MHz lub 133 Mhz Quad Pum-
ped Bus z transferem od 3 GB/s do
prawie 5 GB/s. 

Magistrala procesor–chipset to
trzeci rodzaj szyny danych. Odpo-
wiada ona za komunikacj´ proceso-
ra ze Êwiatem zewn´trznym i nie
mo˝e powodowaç przestojów da-
nych nawet podczas intensywnego
wykorzystywania centralnej 
jednostki obliczeniowej. Stosowa-
ne sà tutaj najcz´Êciej 32-bitowe 
po∏àczenia pracujàce z szybkoÊcià
od 100 do 166 MHz w trybach DDR
lub QDR. Athlon 2.7 i 2.8 XP to
pierwsze procesory dla PC, które
komunikujà si´ z mostkiem pó∏noc-
nym za pomocà magistrali DDR
166 MHz, zapewniajàcej transfer 
na poziomie 2.6 GB/s.

Szyna AGP to kolejne po∏àczenie
z mostkiem pó∏nocnym. Standard
ten wprowadzony przez Intel jako
nast´pca z∏àcza PCI by∏ pierwszà
magistralà pracujàcà z szybkoÊcià
66 MHz. Ponadto mo˝liwy sta∏ si´
przesy∏ danych w bardziej efektyw-
ny sposób, dzi´ki czemu podwojo-
no transfer. Obecnie najszybszà od-
mianà tego z∏àcza jest AGP x8 –
mo˝e ono przes∏aç do 2 GB danych
w ciàgu sekundy. Jest to wyspecja-
lizowana szyna danych do komuni-
kacji karty graficznej bezpoÊrednio
z pami´cià RAM oraz procesorem.
Znaczenie jej przepustowoÊci
zmniejszy∏o si´ od czasu, kiedy na
karcie graficznej zacz´to stosowaç
du˝e iloÊci szybkiej pami´ci DDR.

Mostek południowy 
Uk∏adem zajmujàcym si´ komu-

nikacjà z mniej wydajnymi kompo-
nentami systemu jest mostek po∏u-
dniowy. Pozwala on na dzia∏anie
z∏àcz PCI, kontrolerów dysków ATA,

USB oraz FireWire. Cz´sto te˝ jest
zintegrowany z uk∏adem dêwi´ko-
wym czy kartà sieciowà. ˚aden
z tych uk∏adów nie potrzebuje
bardzo wydajnego z∏àcza, wa˝na
jest natomiast ciàg∏oÊç transmi-
sji. Mostek po∏udniowy ma za za-
danie obs∏ugiwaç urzàdzenia I/O
– mi´dzy innymi z∏àcza PS/2 (do
pod∏àczenia klawiatury czy mysz-
ki), port równoleg∏y czy szerego-
wy. ˚eby oszcz´dziç czas proce-
sora, cz´sto stosuje si´ zasad´
wspó∏dzielenia jednego przerwa-
nia IRQ dla dwóch urzàdzeƒ.
Przerwanie jest specjalnym ro-
dzajem sygna∏u, który musi wy-
s∏aç ka˝de z urzàdzeƒ, gdy chce
odwo∏aç si´ do procesora. Stosu-

je si´ je po to ˝eby stale zaj´ty in-
nymi czynnoÊciami procesor prze-
rwa∏ na chwil´ prac´ i skomuniko-
wa∏ si´ z urzàdzeniem, które tego
wymaga. Dzi´ki sprawnemu zarzà-
dzaniu zasobami mo˝liwa jest bez-
konfliktowa praca wielu niezale˝nych
urzàdzeƒ niemal równoczeÊnie.
KiedyÊ sprawny podzia∏ zasobów
by∏ bardzo skomplikowanym zabie-
giem – przydzielanie przerwaƒ od-
bywa∏o si´ za pomocà zmieniania
zworek w urzàdzeniu. Wprowadze-
nie technologii plug and play uwol-
ni∏o nas od tej koniecznoÊci.

Poza IRQ niektóre urzàdzenia wy-
magajà tak˝e DMA (Direct Memory
Acces), czyli bezpoÊredniego do-
st´pu do pami´ci. Ten sposób ko-
munikacji polega na pomini´ciu

procesora podczas odwo∏ywania
si´ do pami´ci RAM. Wykorzysty-
wany jest wsz´dzie tam, gdzie za-
chodzi potrzeba buforowania da-
nych. W ten sposób dzia∏a kontro-
ler dysków czy karta muzyczna.

Zalety i wady integracji
W elektronice, a wi´c i w tech-

nice komputerowej, od wielu lat
widoczny jest post´pujàcy proces
upychania coraz wi´kszej liczby
komponentów na coraz mniejszej
powierzchni. Integracja to coraz
modniejszy termin. Jeszcze kilka
lat temu u˝ytkownicy decydujàcy
si´ na samodzielny zakup p∏yty
g∏ównej niech´tnie kupowali urzà-
dzenia ze zintegrowanym uk∏adem
dêwi´kowym czy kartà graficznà.
DziÊ wi´kszoÊç p∏yt ma zamonto-
wane proste uk∏ady dêwi´kowe,
dodatkowe kontrolery, modemy
czy karty sieciowe. Integracja
przyczynia si´ do zmniejszenia
kosztów produkcji. Zaletà jest tak-
˝e wydajniejsza praca komputera,
bowiem po∏àczenia sà krótsze 
i  brak zawodnych z∏àcz. Wià˝e 
si´ to tak˝e z mniejszà energo-
ch∏onnoÊcià i mniejszà emisjà
ciep∏a, poniewa˝ uk∏ady pracujà
z ni˝szymi napi´ciami zasilania. 

Cz´sto integracja kojarzy si´
przeci´tnemu u˝ytkownikowi z ni-
skiej jakoÊci komponentami, któ-
rych pochodzenie producent ukry∏,
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Opłycie głównej warto wie-
dzieć jak najwięcej. Na

szczęście istnieje wiele progra-
mów, które bardzo dokładnie
badają wszystkie komponenty.
Ekspert poleca program 
Hardware Sensors Monitor. Po-

zwala on dowiedzieć się, jaki ma-
my procesor , jaki chipset ,
którą wersję BIOS-u. Pokazuje
obroty wiatraczków chłodzących
i napięcia prądu. UmoŜliwia rów-
nieŜ monitorowanie temperatury
tam, gdzie zamontowano czujni-

ki. Wszystkie nowoczesne proceso-
ry mają wbudowane sensory tem-
peratury – na dobrych płytach pro-
ducenci umieszczają dodatkowe
czujniki w okolicach chipsetu. Pro-
gram znajduje się na krąŜku dołą-
czonym do tego wydania Eksperta.

Płyta pod obserwacją

Ten model mostka południowego jest
zintegrowany z układem dźwiękowym

Typy kości RAM

�

Rodzaj pami´ci Oznaczenia Taktowanie Szyna danych
SDRAM66 PC66 66 MHz 64 bity
SDRAM100 PC100 100 MHz 64 bity
SDRAM133 PC133 133 MHz 64 bity
DDR266 PC2100 2x133 MHz 64 bity
DDR333 PC2700 2x166 MHz 64 bity
DDR400 PC3200 2x200 MHz 64 bity
RDRAM 400 PC800 4x100 MHz 16 bitów
RDRAM 533 PC1066 4x133 MHz 16 bitów
RDRAM 600 PC1200 4x150 MHz 16 bitów

MC O i 1 – (ang. Me-
mory Controller) kon-
trolery pamięci 
BIU – (ang. Bus Inter-
face Unit) kontroler
magistrali systemowej
AGP – (ang. Accelera-
ted Graphics Port) 
kontroler portu karty
grafiki
GPU – (ang. Graphics
Proccesing Unit) zinte-
growana karta graficz-
na (dostępna w niektó-
rych modelach płyt)
HT – (ang. HyperTran-
sport) magistrala nVidii
odpowiedzialna za ko-
munikację z  mostkiem
południowym
PCI – (ang. Personal
Computer
Interconnect) złącze dla
kart rozszerzających
I/O – (ang.
Input/Output) porty
urządzeń wejścia 
i wyjścia

Jak przesyła się dane w mostku północnym



zaszywajàc je w jednym chipie z in-
nymi urzàdzeniami. Coraz cz´Êciej
jednak jakoÊç nawet nie najdro˝-
szych urzàdzeƒ zintegrowanych jest

do przyj´cia. Karta muzyczna na
p∏ycie to praktycznie ju˝ standard.
Jej mo˝liwoÊci sà zwykle porówny-
walne z tanimi kartami dost´pnymi
na rynku za cen´ kilkudziesi´ciu
z∏otych. Jednak wÊród zintegrowa-
nych p∏yt jest tak˝e i uk∏ad nVidia
nForce, który umo˝liwia pod∏àcze-
nie g∏oÊników systemu 5.1. Widaç
wi´c, ˝e integrowane z p∏ytà kom-
ponenty wcale niekoniecznie muszà
byç kiepskiej jakoÊci. 

Chipset jest kr´gos∏upem pece-
ta. Wszystkie inne komponenty nie
mogà bez niego funkcjonowaç.
Gdy p∏yta g∏ówna si´ zepsuje, ca∏y
komputer przestaje dzia∏aç. Dlate-

go tak wa˝ny jest wybór odpowied-
niego modelu. Jest to chyba jedy-
ny komponent peceta, na którym
nie warto oszcz´dzaç. Nawet jeÊli
sprzedawcy zestawów komputero-
wych twierdzà inaczej. RP
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Na wielu, szczególnie starszych płytach
głównych, obok slotów RAM znajdują
się złącza CNR i AMR. SłuŜą one do
podłączania kart sieciowych, modemów,
czasami kart dźwiękowych

» DDR – ang. DDR – Double Data Rate – rodzaj pamięci
SDRAM cechujący się dwukrotnie większą szybkością
działania niŜ tradycyjne moduły. Pamięć typu DDR-RAM
wykonuje dwa cykle pracy w ciągu jednego impulsu zegara.

» SDRAM – ang. Synchronous Dynamic Random Access
Memory - synchronizowany DRAM. Rodzaj szybkiej,
synchronicznej pamięci RAM, o bardzo krótkim czasie
dostępu (nawet 5,5 ns). W nowoczesnych komputerach
pamięć SDRAM montowana jest w postaci modułów DIMM.

» QDR – ang. Quad Data Rate – najszybszy obecnie rodzaj
pamięci. W porównaniu do tradycyjnego modułu działa
czterokrotnie szybciej przy takim samym taktowaniu.

» EEPROM – ang. Electrically Erasable PROM – pamięć
przeznaczona tylko do odczytu, którą moŜna jednak
programować bez stosowania specjalnego urządzenia.

Trudne terminy

Adresy WWW:
� www.bios.pl
� www.twojepc.pl
� www.anandtech.com
� www.xbitlabs.com
� www.hothardware.com
� www.tomshardware.com
� www.digit-life.com

Warto zajrzeć...

Budowa płyty głównej

Mostek północny, 
zintegrowany 

z układem graficznym 
GeForce 4 MX

Mostek południowy, 
zintegrowany 

z układem muzycznym 
MCP

Gniazdo procesora
socket A

Układ zasilający:
tranzystory mocy

kondensatory

Układ zasilający:

tranzystory mocy

kondensatory

Gniazda pamięci DIMM 
DDR400

Slot AGP 3.0 
2,1 GB/s

PC speaker 
– głośnik sygnałowy

Gniazda kontrolera IDE
ATA 133

Złącza wejścia-wyjścia
(I/O):

PS/2, LPT, COM, LAN,
wyjście karty muzycznej

typu jack, USB

Bateria podtrzymująca
zasilanie pamięci

EEPROM

Magistrala 
HyperTransport pomiędzy

mostkami 800 MB/s

Magistrala 
chipset–pamięć

pracująca w trybie 
DDR 2x3,2 GB/s

Układ pamięci ROM, 
w którym zapisany jest

BIOS płyty głównej

Sloty PCI
133 MB/s

�


